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本应用简报一站式提供了与 TI 射频合成器相关的文章，旨在帮助客户专注于了解 TI 射频合成器。

本部分内容涉及更快地锁定 PLL 环路、配置 PLL 环路、PLLatinum 仿真设置以及影响 PLL 真实性能的因素等。

1. PLL 无法锁定的应对措施
2. 避免错误的参考信号破坏 PLL/合成器的相位噪声
3. 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间
4. 利用 VCO 即时校准显著缩短锁定时间：与目前所有可用的射频合成器相比，LMX2820 具有更短的锁定时

间，这篇文章对此进行了介绍。

5. 使用射频时钟合成器进行设计的常见错误及其规避措施
6. 有源环路滤波器设计
7. 使用 LMX2820 在乒乓架构中实现高隔离、快速频率切换

特性和性能改进：这涉及射频合成器通过外部组件（如外部 PFD 选项和外部 VCO 模式）提供的额外特性。

1. 通过 LMX2571 实现移频键控
2. 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声

相位同步：
1. 如何使多个 LMX2820 器件实现相位同步

高级选项：这涉及射频合成器中可用的更多深奥特性以及优化杂散幅度的选项。

1. 使用可编程输入多路复用器更大限度减少整数边界杂散
2. 分频对杂散、相位噪声和相位的影响
3. 整数边界杂散
4. MASH_SEED 优化和对杂散的影响
5. 两个射频合成器之间的高频延迟调整
6. 已调制 PLL 斜坡波形的环路滤波器带宽优化
7. 分数 N 频率合成

其他：这里涵盖将 PLL 用作输入的主题（例如：ADC、DAC）和其他可改善 PLL 性能的因素。

1. 电源噪声如何影响计时器件：所有 TI 射频合成器都具有用于实现良好 PSRR 的内部 LDO。因为电源无需内

部 LDO 即可直接供给外部 VCO，因此外部 VCO 模式等某些情形是有用的。

2. 使用时钟缓冲器进行正弦波-方波转换：本文介绍了设计中慢速压摆率对 PLL 带内性能的退化影响。

3. 使用 MSP430FR5969 EVM 对 LMX2594 PLL 合成器进行编程
4. 高速数据转换器时钟（JESD204B 标准）
5. 适用于射频采样模数转换器的时钟优化
6. PLL 抖动对 GSPS ADC SNR 及性能优化的影响
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